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Abstract (en)
To produce smelting materials based on copper and chromium, an electric arc-smelting process is applied, in which the electrode material melting
off from a consumable electrode of predetermined empirical composition is collected in a water-cooled mould for cooling without macroscopic
segregation of copper and chromium. For smelting the material with a further readily volatile component, a consumable electrode is used according
to the invention, which partially consists of a solid alloy of copper with the readily volatile component, the concentration of the readily volatile
component in the alloy being higher than in the empirical composition of the smelting material, and the readily volatile component remains bound in
the smelting material during the smelting. In the appropriate consumable electrode, which specifically consists of copper and chromium as well as
tellurium and/or selenium and/or antimony as the readily volatile component, the latter is at least partially alloyed in the copper as an intermetallic
compound, the copper-tellurium alloy or copper-selenium alloy or copper-antimony alloy being present as a compact part in the electrode structure.
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Abstract (de)
Zur Herstellung von Schmelzwerkstoffen auf der Basis von Kupfer und Chrom wird ein Lichtbogenschmelzverfahren angewandt, bei dem das
von einer Abschmelzelektrode vorgegebener Summenzusammensetzung abschmelzende Elektrodenmaterial in einer wassergekühlten Kokille
zwecks Abkühlung ohne makroskopische Entmischung von Kupfer und Chrom aufgefangen wird. Gemäß der Erfindung wird zum Erschmelzen
des Werkstoffes mit einer weiteren leichtverdampflichen Komponente eine solche Abschmelzelektrode verwendet, die teilweise aus einer festen
Legierung von Kupfer mit der leichtverdampflichen Komponente besteht, wobei die Konzentration der leichtverdampflichen Komponente in
der Legierung höher ist als in der Summenzusammensetzung des Schmelzwerkstoffes, und bleibt die leichtverdampfliche Komponente beim
Erschmelzen im Schmelzwerkstoff gebunden. Bei der zugehörigen Abschmelzelektrode, die speziell aus Kupfer und Chrom sowie Tellur und/oder
Selen und/oder Antimon als leichtverdampfliche Komponente besteht, ist diese zumindest zum Teil als intermetallische Verbindung im Kupfer legiert,
wobei die Kupfer-Tellur- bzw. Kupfer-Selen- bzw. Kupfer-Antimon-Legierung im Elektrodenaufbau als Massivteil vorliegt.
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